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１．概要（Summary） 

 厚さ約 600um のウエハに対して階段状の形を持っ

た貫通穴加工を行った。加工にあたり、主にレジスト

のエッチング耐性、DRIE(Deep RIE)条件、サポート

ウエハ(加工ウエハを保持するウエハ)の接合及び剥離

について課題が存在したが、これらについて技術支援

員の方の助言を受けながら解決し、加工を完成するこ

とができた。 

 

２．実験（Experimental） 

 6 インチシリコンウエハをレジストパターニングし、

表面から穴加工を行った。その後ウエハ表面をサポー

トウエハと貼りあわせた状態で裏面から貫通穴を形

成した。加工終了後ウエハをアセトンに長時間浸漬し、

サポートウエハを剥離した。 

 

〇主な使用装置 

・両面アライナ : Suss MA6/BA6 

・DeepRIE : 住友精密 MUC-21 

・電子顕微鏡 : 日立 S3700N 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

レジストの形成について、加工後にレジストの除去

を簡単に行うことができるよう、レジストのベーク温

度を通常よりも低くしてパターニングを行った。 

Fig.1 に貫通穴を形成した後の貫通穴断面形状を示

す。DRIE の条件について、表裏それぞれから穴径の

異なる孔を貫通穴として用いることで、穴の接合部の

ノッチ発生を抑えることができた。 

 貫通穴加工を行う際に、サポートウエハが無い場合、

穴貫通後にオーバーエッチングによって装置ステー

ジがダメージを受ける。そこでウエハの裏面にサポー

トウエハを貼りあわせる必要があった。レジストを用

いてサポートウエハを貼りあわせることで、アセトン

を用いて綺麗にサポートウエハを剥離することがで

きた。 

 

 

Fig.1  SEM image of through-hole pattern  
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